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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 25: Cycles de température

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normc'isa.an
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). l.a CEIl <
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation < ns les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres activités — pu' lir L2s Nurmes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques et des Guides (ci-apis dciommés
"Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux acsquels tout
Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisatiors internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent égaleme=t aux travaux. La CEl
collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon {'es cu.. litions fixées par
accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions technizue. . ~ore Zntent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que s Cc nités nationaux de la CEl
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommz de ions internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisciiavies sont entrepris afin que la CEl
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; ia CEIl 1e peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite nar 1 n quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager I'uniformité internationale, les Com: As r.~tionaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente, le~. Puhlications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre to ites Puplications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent étre indi.11é..s en termes clairs dans ces derniéres.

La CEl n’a prévu aucune procédure de marguage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés canfc ‘mes a une de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils eant 2n |, ossession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imouutre a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts pai ‘culi:rs et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEI, pour tout préjirdic> causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses décou.ont de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la €'l ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur (es | 3fé-ences normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire nour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attiré< sur 'e tait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuvent faire
I'objet de droits de rorriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas < ‘oir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60749-25 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a cemiconducteurs.

La nrec~ate norme annule et remplace I'IEC/PAS 62178 publié en 2000, Cette premiere
¢ diticn co istitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1696/FDIS 47/1706/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 25: Temperature cycling

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization co: oris ng
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to. prcmotc
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic 1 !ds. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technica Spu-ific.lions,
Technical Reports, and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparatior. .= en...sted to
technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may partic nate in this
preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also
participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organizati~n f..r Standardization
(1SO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organiz: tions.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly a. pos.ible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical comnrittzc has ~zpresentation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for international us2 and a.e accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to 'ns ire that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the wa, 11 which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National.-Coi xmi. 22, undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their nat.>nal and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding nation~'.or .=gional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its appru.al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.

All users should ensure that they have the lates ~di ion of this publication.

No liability shall attach to IEC or its directors, =1 ployees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and (EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsvever “wh: ther direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publicaticn, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Norrictive .- ferences cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct \p~iication of this publication.

Attention is drawn to the »ossiunity that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC sha!~ot . = held responsible for identifying any or all such patent rights.

International S*andara |EC 60749-25 has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductcer devices.

This stondara cancels and replaces IEC/PAS 62178 published in 2000. This first edition
censttutrs a technical revision.

Tr.~ text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1696/FDIS 47/1706/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Cette méthode d’essais mécaniques et climatiques, relative aux changements de tem-
pérature, est le résultat d’'une réécriture compléte de I'essai contenu dans le Paragraphe 1.1
du Chapitre 3 de la CEI 60749.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This mechanical and climatic test method, as it relates to change of temperature, is a com-
plete rewrite of the test contained in Subclause 1.1 of Chapter 3 of IEC 60749.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 25: Cycles de température

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 60749 fournit une procédure d’essai pour déterminer la capcité
des dispositifs a semiconducteurs et des composants et/ou des cartes équipées a résis.>r «:ix
contraintes mécaniques induites en alternant des extrémes de hautes et basses tomg sra-
tures. Des variations permanentes des caractéristiques électriques et/ou physiruex petvent
résulter de ces contraintes mécaniques.

Cette méthode d’essais est, en général, en accord avec la CEl 60068-2-14. mais compte
tenu des exigences spécifiques aux semiconducteurs, les articles de«la poisente norme
s’appliquent.

La présente méthode d’essais s’applique aux cycles de tempéra.ire en chambre unique,
double et triple et englobe les essais de composants et d’interconnexions soudées. Dans les
cycles pour chambres uniques, la charge est placée dans u..e ~hambre en poste fixe et elle
est chauffée ou refroidie en introduisant de 'air chaud, a *cinpcrature ambiante ou froid dans
la chambre. Dans les cycles pour chambres doubles, ia ct.argi est placée sur une plate-forme
mobile qui fait la navette entre les chambres en poste i:xe maintenues a températures fixes.
Dans les cycles de température en chambres trip!as, 'a charge est déplacée entre les trois
chambres.

2 Références normatives

Les documents de référence suivint. sont indispensables pour |'application du présent
document. Pour les références datécs. seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition a1 accument de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60068-2-14:1984, Fssa.~-Jd'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai N: Varia-
tions de température
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 25: Temperature cycling

1 Scope

This part of IEC 60749 provides a test procedure for determining the ability of semicona ctor
devices and components and/or board assemblies to withstand mechanical stresses . duc~d
by alternating high and low temperature extremes. Permanent changes in electrica’ ar.4/or
physical characteristics can result from these mechanical stresses.

This test method is in general accord with IEC 60068-2-14 but, due to specific.requircments of
semiconductors, the clauses of this standard apply.

This test method applies to single, dual and triple chamber temperatu:e cycliiig and covers
component and solder interconnection testing. In single chambe: ¢yc'ing, the load is placed
in a stationary chamber and is heated or cooled by introducing ho.. arabient or cold air into
the chamber. In dual chamber cycling, the load is placed an ¢ moving platform that shuttles
between stationary chambers maintained at fixed temperaturcs In triple chamber temperature
cycling, the load is moved between the three chambers.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensavle for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any an endments) applies.

IEC 60068-2-14:1984, Basic enviroar.ental testing procedures — Part 2: Tests — TestN:
Change of temperature
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